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Universitemiz Miihendislik Fakiiltesi’nde kulanilmak iizere 9 Kalem Cihaz Alim, isi 2003/6554 sayil1
Bakanlar Kurulu Kararinin 19.maddesi uyarinca (belli istekliler arasinda) &n yeterlik yapilarak ihale
edilecektir. On yeterlik dokiimani idarenin asagida belirtilen adresinde gpriilebilir ve satin alinabilir.

Ihaleye katilmak igin 6n yeterlik dokiimanina uygun olarak hazirlayacaginiz 6n yeterlik dosyasini en
geg 15/05/2020 tarihi saat 10:00'a kadar belirtilen adrese teslim etmeniz gerekmektedir,

Bilgilerinize rica ederim.

Faik AGAC

ADRES:

Erciyes Universitesi Rektorliigii Bilimsel Arastirma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatarliigii
Rektorliik Binasi 4.Kat Melikgazi-Kayseri

Tel: 0352 207 66 66 - 13301

Fax: 0352 437 91 38

Irtibat: Faik AGAC/Sube Miidiirii - Ulkii PENPECI/Satinalma Memuru
Ekler: On Yeterlilik {lan1 (2 Sayfa)

Teknik Sartnameler (14 Sayfa)

Not: Pandemi tedbirlerinden dolayi ihale dokiimanmm uzaktan satin almak isteyen istekliler, Ziraat Bankasi
Kayseri Merkez Subesi TR38 0001 0001 5940 0636 00 5001 Nolu Strateji Geligtirme Daire Bagkanligimiz
hesabina “Dokiiman Bedeli * aciklamasi ile 50 TL Yatirarak, dekontunu upenpecii@ereiy es.edu.tr
adresine gonderdikleri taktirde, kendilerine ihale dokiiman; e posta ile génderilecektir.
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. ONYETERLIK iLANT
_ ERCIYES I'JNI_VERiSITESi REKT(")RLI'J(‘:ﬁ'I ' )
BILIMSEL ARASTIRMA PROJELERI KOORDINASYON BIRIMIi KOORDINATORLUGT

9 Kalem Cihaz Alimi isi 2003/6554 sayilr Bakanlar Kurulu Kararnin 19.maddesine gore belli istekliler
arasinda ihale usuliiyle ihale edilecektir.[On yeterlik degerlendirmesi sonucu yeterligi tespit edilen biitiin
istekliler teklif vermeye davet edilecektir.] Ihaleye iliskin ayrintih bilgiler agagida yer almaktadir:

Ihale kayit numarasi 2020/225870

1 - Idarenin;

a) Adresi Talas Yolu 5. Km Rektorliik Binas: Kat:4 Kayseri
b) Telefon ve faks numarasi T: 0352 207 66 66 - 13301 F: 0352 437 91 38

¢) Elektronik posta adresi upenpeci@ercives.edu.tr

¢) On yeterlik ve ihale dokiimaninin http://apsis.ercives.edu.tr/SatinalmaDuvurulari.aspx

goriilebilecegi internet adresi

2 - On yeterlik konusu malm;

a) Niteligi, tiirii ve miktari 9 Kalem Cihaz Alimlan
b) Teslim [yeri/ve yerleri] Erciyes Universitesi Miihendislik Fakiiltesi
¢) Teslim [tarihi/tarihleri] Sozlesme imzalanmasindan itibaren “Gaz

Sistemleriyle  Biitiinlesik  Plazma  Destekli
Asindirma  (Icp-Rie) Cihazi “ imalat  siirec
gerektirdigi icin 180 giin, diger cihazlar icin 60
o , . (Altmis) Giin
3 - On yeterlik degerlendirmesinin;

a) Yapilacagi yer Bilimsel Arastirma Projeleri Koordinasyon Birimi
Koordinatorliigii
b) Tarihi ve saati 15/05/2020 10:00

4 - On yeterlik degerlendirmesine katilabilme sartlan ve istenilen belgeler ile 6n yeterlik

degerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. - On yeterlik degerlendirmesine katilma sartlari ve istenilen belgeler:

a) Mevzuati geregi kayitli oldugu ticaret ve/veya sanayi odasi veya ilgili meslek odasi belgesi;

1) Gergek kisi olmasi halinde, kayitl oldugu ticaret ve/veya sanayi odasmdan va da esnaf ve sanatkirlar

odasindan, ilk ilan veya son basvuru tarihinin iginde bulundugu yilda almmis, odaya kayitli oldugunu

gosterir belge,

2) Tuzel kisi olmas halinde, ilgili mevzuat geregi kayitli bulundugu ticaret ve/veya sanayi odasindan, ilk

ilan veya son bagvuru tarihinin icinde bulundugu yilda alinmus, tiizel kisiligin odaya kayitly oldugunu gosterir

belge,

b) On yeterlik bagvurusu yapmaya yetkili oldugunu gésteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri;

1) Gergek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tuzel kisi olmas: halinde, ilgisine gore tiizel kisiligin ortaklari, iiyeleri veya kuruculari ile tiizel kisiligin

yonetimindeki gérevlileri belirten son durumu gésterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamaminin bir

Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tiimiinii gostermek tizere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususlari gésteren belgeler ile tiizel kisiligin noter tasdikli imza sirkiileri,

¢) Vekaleten 6n yeterlilige katilma halinde, vekil adina diizenlenmis ihaleye katilmaya iliskin noter onayl

vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2 hale konusu alimin tamam veya bir kismi alt yiiklenicilere yaptirilamaz.

4.2. Mesleki ve teknik yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tagimasi gereken kriterler:

4.2.1 Teknik Sartnameye madde madde cevap verilecektir. Teknik Sartnamedeki Genel ilkelere
uyulacaktir. Istekliler teklif ettikleri malzemelerin Ozelliklerinin ve vasiflarinin gérsel agidan da daha iyi
anlagilabilmesi i¢in ihale komisyonuna katalog sunacaklardir. Teknik sartnamelerde istenilen standartlara
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ait kalite belgeleri ibraz edilecektir.

422 Isteklinin alm konusu mali teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadigini belgelendirmesi
gerekir.Bu gercevede istekli asagidaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya
belgeleri sunabilir,

a)lstekli imalatgi ise imalatgr oldugunu gosteren belge veya belgeler

b)Istekli yetkili satici veya yetkili temsilci ise yetkili satici ya da yetkili temsilci oldugunu gésteren belge

veya belgeler
c)Istekli Tiirkiye'de serbest bi] gelerde faaliyet gésteriyor ise yukaridaki belgelerden biriyle birlikte sundugu
serbest bolge faaliyet belgesi

5- Ihaleye sadece yerli istekliler katilabilecektir.

6- On yeterlik dokiimaninin goriilmesi ve satin alinmas:

6.1. On yeterlik ve ihale dokiimani, idarenin adresinde gorillebilir. On yeterlik dokiimani 50(Elli) Tiirk
Lirasi kargili1 ayni adresten satin aliabilir.

6.2. On yeterlige bagvuracak olanlarin én yeterlik dokiimanini satin almalar1 zorunludur.

7- On yeterlik basvurusu, 6n yeterlik deferlendirmesi tarihi ve saatine kadar Erii.Bilimsel Aragtirma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatérliigii adresine elden teslim edilebilecegi gibi iadeli taahhiitli posta

vasitasiyla da génderilebilir.

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
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TEKNIK SARTNAMELER

1. AKIM-VOLTAJ VE DORT NOKTA OLCUM ENTEGRE PROB ISTASYONU SiSTEMI
TEKNIK SARTNAMESI

Akim — gerilim 8l¢tim sistemi Prob istasyonu, Yiiksek-Akim Kaynak-6l¢iim Cihazi ve yazilimdan
olugmalidir.

1) Prob istasyonu sisteminin drnek tablasina numuneler vakum ile tutturulabilmelidir,

2) Prob istasyonu sisteminin vakumlu 6rnek tablasi 2 in¢ ¢apindaki numuneler ile kullanima uygun
olmalidir.

3) Prob istasyonu sisteminin vakumlu &rnek tablasi X-Y ekseninde 2 ing boyunca en az 2 mikron
hassasiyet ile hareket edebilmelidir.

4) Prob istasyonu sisteminin &mek tablasi theta dogrultusunda en az 30 derece hareket
edebilmelidir.

5) Prob istasyonu sisteminin drnek tablasi yukar / agag hareket edebilmelidir. Istenildigi taktirde
yukar1 / asafl hareket ile olglim yapilacak numune ve &lglim pinleri arasindaki baglant
kesilebilmelidir.

6) Prob istasyonu sistemi ile birlikte 2 adet micropositioner verilmelidir.

7) Micropositioner lar X-Y-Z dogrultularinda en az 12 mm hareket edebilmelidir.

8) Micropositioner lar X-Y-Z dogrultularinda en az 1 um hassasiyette hareket edebilmelidir.

9) Micropositionerlarin  tabanlari miknatisli olmali ve probestation sisteminin ilgili metalik
gdvdesine rahat olarak tutturulabilmelidir.

10) Prob istasyonu sistemi ile birlikte her bir micropositioner igin tiplerin micropositionerlara
tutturulabilecegi coaxial gikisli spring-loaded tip holderlar verilmelidir.

11) Prob istasyonu sistemi ile birlikte spring-loaded tip holderlar i¢in en az 1,5 metre uzunlugunda
baglant: kablolar1 verilmelidir.

12) Prob istasyonu sistemi ile birlikte en az 10 adet 5 mikron kalinliginda tungsten tip verilmelidir.
13) Prob istasyonu ile birlikte 1 adet SMP ¢6ziiniirlitkli CMOS dijital mikroskop verilmelidir.

14) Dyjital mikroskobun led aydinlatmasi olmalidir.

15) Dijital mikroskop 10X — 140X araliginda biiylitme yapabilmelidir.

16) Dijital mikroskop USB kablosu ile bilgisayara baglanabilmelidir.

17) Prob istasyonu sisteminin kablolarinin elektriksel élgiim sistemleri {izerindeki girislere uygun
bir sekilde baglanmasini saglayacak doniistiiriici ya da aktarici adaptérler (BNC to Banan vb.)
verilebilmelidir.

18) Prob istasyonu sistemi ile birlikte bir adet vakum pompas: verilmelidir.

19) Prob istasyonu sistemi ile birlikte gerektiginde dijital mikroskop baglanti noktasna
baglanabilecek yapida 4 nokta 6l¢lim probu eklentisi verilmelidir.

20) 4 nokta Slgiim probu eklentisinin 1600um pin aralikli, altin kapli BeCu pinleri olmalidir. Her
bir pin bagimsiz olarak yayli yapida olmalidir.

21) Cihaz hem akim ya da gerilim kaynag: hem de hassas 6l¢ii aleti olarak kullanilabilmelidir.

22) Cihaz Grafik Araylizii (GUI) ve 5" yiiksek ¢dziintirliik kapasiteli dokunmatik ekrana sahip
olmalidir.

23) Cihazin direng 6lgtim aralign <1uQ2 ile >200MQ arasinda olmalidur.

24) Cihazin gerilim 6l¢tim araligi <10nV ile >200V arasinda olmalidir.

25) Cihazin akim dl¢iim aralin <I10fA ile >1.00A arasinda olmalidir.
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26) Cihaz GPIB baglanti ile 6% dijit ¢oziniirlik ile %0.012 basit Olgtimleme dogrulugu
yapabilmelidir.

27) Cihazda Kaynak ve sink operasyonu destegi olmalidir,

28) Cihaz saniyede >250.000 okuma yapabilmelidir.

29) Cihaz en az 20mV ve 10nA kaynak/dlcim kademelerinde gelistirilmis hassasiyete sahip
olmalidir.

30) Cihaz tizerinde GPIB, USB, LAN baglant: arayiizleri bulunmaldur.

31) Cihaz sehir gebeke gerilimi ile ¢alisabilmeli tilkemizin voltaj sartlarina uyum géstermelidir.

32) Cihazin garanti stiresi en az 2 yil olmalidir.

33) Cihazla birlikte lisansh bir yazilim verilmelidir, bu yazilim Uzerinden &l¢timler alinabilmelidir.

2. COK POTALI ELEKTRON DEMETi BUHARLASTIRMA SISTEMi TEKNIiK
SARTNAMES]

Sistem asagidaki ozelliklere sahip olmalidr.

a) Sistem hizla 107 Torr seviyelerine ulasmalidir.

b) 6 potali elekiron demeti kaynagi ile 6 farkl malzemeyi ardisik olarak buharlastirabilmelidir.

¢) Potalardan siralr olarak buharlastirma yapilirken, bir 151l kaynak ile es-buharlastirma ve
katkilama yapilabilmelidir.

d) Sistem en az 6 KW’hik bir elektron demeti giicii ile 100mm capinda bir drnek iizerine kaplama
yapabilmelidir.

e) Ornek tutucu 300°C ye kadar isitlabilmeli ve 2-30 rpm arasindaki hizlarda donebilmelidir.

M) Sistemin giic kaynagr 6 potay: ardisik olarak sirerek katmanl filim hazirlanmasina imkan
vermelidir.

g) Sistem el bilgisayari ile kontrol edilebilmelidir.

h) Vakum ve isil kaynaklar yazilim programu ile kontrol edilebilmelidir

i) Sistem Mo, W,Ta, Pt, Nb gibi metalleri, Si02, TiO2, TiN, Si3N4, BN, AI203, SiC gibi
seramikleri buharlastirmaya uygun olmalidir.

1. Vakum kazam

1.1 SS304’den tiretilmig ve prizmatik 6zellikte olmalidir.

1.2, Tim kazan yiizeyleri, elektropolisaj ile parlatilmis olmali ve i¢ ylzeylerde SS304 koruma
kalkanlar1 bulunmalidar.

1.3. Tum girigler, Bakir gasket ya da Viton veya muadili O-ringlerle sizdirmaz 6zellikte
olmalidir.

1.4. On kapida en az 100 mm ¢apinda pencere bulunmalidir

1.5. Yedek olarak kazan iistiinde CF2.75 ve taban plakada 1% girigler bulunmalidir

1.6. Sistem, 10"® Torr.L/s den daha iyi He kagak oranina sahip olmalidir.

2. Pompalama sistemi

2.1. En az 24 m’/h debiye sahip mekanik ve en az 1000L/s debiye sahip turbo pompa
bulunmalidir. Pompa hattinda toz ve yag filtresi meveut olmalidir.

2.2. Kazan izolasyon vanasi ve acil durum kontrol sistemi igermelidir.

2.3. Kazan vakumunu kirmak igin N2 havalandirma vanasi icermelidir.

2.4. Acil durumlarda kazan vakumda tutmak icin koruma vanalari bulunmalidir.

2.5. Yiuklt sistem igin, 1x107 Torr Taban basing seviyesi, 45 dakikada 5x10° Torr vakum
seviyesine ulasilabilmelidir.

3. Vakum ol¢iimii
3.1. En az 1000- 10"'% Torr araliginda genig alan vakum duyargas: bulunmalidir.
3.2 Vakum kontrol elektronik sistemi bulunmalidir.
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3.3. Vakum ve sistem kontrolii yazilim ile otomatik olarak yapilabilmelidir.

4. Ornek dondiirme ve 1sitma

4.1. Sistem d6ner-1sinir 6rnek tutucu, ve en az 2”,3,”ve 4” boyutlarinda drnek tutma ve kaplama
imkanina sahip olmalidir.

4.2, Farkli gekillerdeki ¢ok sayida kiigiik §rnegi ayni anda kaplama olanagina sahip olmalidr.

4.3. Ornek maskeleme ve, en az 3-30 Rev/min hizinda ornek dondiirme olanagi mevcut
olmalidir.

4.4.50-300°C, arahginda, PID ile ayarlanan, 4” érnek sicakligi ayari ve dleiimii yapilabilmelidir.

5. Filim kalinhg 6l¢iim ve kontrolii
5.1. En az iki kanalli kalinlik 6l¢me sistemi meveut olmalidir.
5.2. En az 2 adet QCMs ile ortalama kalinlik l¢me imkan1 bulunmalidir.
5.3. 0.1 A/s 6l¢lim hassasiyeti meveut olmalidir.

6. Kapal devre su sofutma sistemi

6.1. Tam Otomatik PC kontrollu su sogutma sistemi mevcut olmalidur.

6.2. Enaz 2000 W sogutma giictine sahip olmalidur.

6.3. Su sicaklif1 5-30°C arasinda ayarlanabilmeli en az 3 bar su basincina sahip olmali ve en az
20Lt/dak soguk su debisine sahip olmalidur.

7. Sistem elektronik birimleri

7.1. Vakum ve Ornek prosesleri yazilimsal olarak programla dokunmatik ekrandan kontrol
edilebilmelidir.

7.2. E-beam buharlagtirmasi i¢in el ile tutulan kontrol paneline sahip olmalidir.

7.3. En az 1ki kanalli kalinlik ve kaplama hiz1 6lger ve iki QCM dedektériine sahip olmalidir.

7.4. Kapal1 devre su sofutma ve soutma sistemi kontrol elektronigi , kap1 ve vakum ara kilitleri
bulunmalidir.

7.5. Tum elektronik enstriimantasyon i¢in 197 “rack-mount” kabin sistemi meveut olmalidir.

8a. e-demeti buharlagtirma kaynag

8a.1. En az 6 adet, 20cc’lik, sirayla donen, es-buharlastirma potasina sahip olmalidir.

8a.2. Gli¢ kaynagi en az 6 kW ve 600 mA 6zelliklerine sahip olmalidir.

8a.3. Pota dondirme el ile kontrol edilen otomatik segmeli olmali ve kaynak endeksleme
programina sahip olmalidir.

8a.5 X-Y tarama ve demet pozisyon ayari en az 32 farkli sekilde tarama olanag sunmalidir.

8a.6. El bilgisayarn ile gii¢, pozisyon , pota ve emisyon kontrolii yapilabilmelidir.

8a.7. Miknatislar ile elektron demeti en az 270° déndiirme ve odaklama imkanina sahip
olmalidir.

8b. Isil Buharlastirma kaynag

8b.1. En az 1 adet, bagimsiz, (8V-300A) 2500W ardisik buharlastirma kaynagi bulunmalidir.

8b.2. Kazan kirlenmesini &nlemek igin, kirlenme &nleyici, Ozgln kutulu buharlastirica
bulunmalidir.

8b.3. Kaynak icin ortak perde, drnek kaplama oncesinde kaplama hizi ayarlama olanag
bulunmalidir

8b.4. Kaynaktan ardigik buharlagtirma olanagy, anlik vakum, voltaj ve gli¢ degerlerinin izlenmesi
imkanina sahip olmalidir.

9. Sistem tasima Masasi
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9.1. En az 20cmx180cmx80cm boyutunda bir tagima masasi bulunmalidir.

9.2. Tekerlek kilitleme, standart 85 cm kapidan gegme kabiliyeti bulunmalidir.

9.3. Masa tistli hasir-desenli paslanmaz SS304 ve benzer malzemeden levha ile kaplanmig masa
bulunmalidir.

10. Kurulus ve egitim ve garantisi

10.1. Sistemde en az ii¢ faz, 380 VAC -25A gli¢ girisi bulunmalidir.

10.2. Sistemin yerinde kurulumu gergeklestirilmeli ve Ti, SiO2, Si, TiO2, Cr, Al, Ag, Ni
katmanl kaplama testleri yapilmalidir.

10.3. On y1l malzeme temin olanag1 bulunmalidir.

10.4. Sistem ile birlikte teknik dokiiman destegi verilmeli, iki giin kullanici ve sistem egitimi
verilmelidir.

10.5. Tum sistem icin iki yillik malzeme ve iscilik garantisi igermelidir.

3. GAZ SISTEMLERIYLE BUTUNLESIK PLAZMA DESTEKLI ASINDIRMA (ICP-RIE)
CIHAZI TEKNIK SARTNAMESI

Bu sartname bir adet endiktif baglagimli plazma destekli reaktif iyon asindirma sistemini ve bu
sistemin alt bilesenleri olan gaz hatlar, gaz kabinleri, kuru yatakli atik bertaraf sistemi (dry bed
scrubber) ve alarm sisteminden olugan seti tammlamaktadir. Bu set asagidaki ¢zeliklere sahip
olmahdur.

ENDUKTIF BAGLASIMLI PLAZMA DESTEKLI REAKTIF IYON ASINDIRMA
(ICPRIE) SISTEMI

Genel Aciklamalar

1. Sistem, endiiktif baglasimli plazma (ICP) agindirma sistemi olmalidur.

2. Cihaz, ICP-RIE ve yalmzca ICP ya da yalmzca RIE mod’larinda ¢aligmaya uygun olmalidir.

3. Uretici firma, kristal ve amorf silikon, SiOz, SixNy, III-V ve II-VI (InP, GaAs, InGaAs,
InGaAsP, AlGalnP, bunlarin iiglii (ternaries) ve dortlii (quaternaries) bilesikleri gibi) tabanli
yariiletkenlerin agindirmasi igin proses garantisini vermelidir.

4. 100mm yonga tzerinde uniformite, maskeleme ve profilleme igin érnek SEM sonuglari
gosterilmelidir.

5. 200 mm’ye kadar yongalan islemek i¢in ICP-RIE ya da RIE modunda bu gapa kadar ve daha
kiiciik yonga yiginlarinin islenmesine uygun olmalidir.

Proses Odasi

1. Sistem odasi, yekpare blok, masif aliminyumdan mamul olmalidir.

2. Pompalama flangi ve dirsek baglantisi, yiiksek etkili pompalama hiz1 i¢in >200mm olmalidir.

3. On flang > 40mm goriintii penceresine ve Optical Emission Spectroscopy (OES) i¢in yan portlara
(2 adet) sahip olmalidir.

4. Proses odasi i¢cinde bagka sizdirmazlik ya da kaynak pargalar1 olmamalidir.

5. Genis bir parametre araliginda en iyl homojenligi saglamak i¢in plazma kaynaginin sistem
tasarim1 ve pompalama radyal olarak simetrik olmalidir.

6. Kalinlign 9 mm’ye kadar olan 6rnekleri proses edebilir olmalidir.

Sistem Konsolu
1. Konsol turbo pompalar ve valfler igermelidir.
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2. Sistem donanimlarini herhangi bir servis arizasina (6megin; sogutma igin su kaynag kesintisi)
ve kullaniciy, bakim esnasinda elektrik garpmasina kargi korumak i¢gin tamamen giivenlik kilitli
(interlocked) olmalhdir.

3. Arnza durumunda sistem vakum altinda giivenilir bir modda birakilmalidir.

Alttas Tablas:

1. Alttas elektrot gap1 >240mm olmalidir.

2. Mekanik sikistirma ile Helyum 1s1 transferi olmalidir.

3. Helyum soputma sistemi, basing kontrollii (maksimum en az 1200 Pa) olmahdir ve islem
parametresi olarak ayarlanabilmelidir. Kagak akis (mass flow meter) ile otomatik olarak oleiilmeli
ve PC’de gosterilmelidir.

4. Kuartz veya alumina halka ile 4 ¢apindaki tam boy yongalara siirekli mekanik sikistirma iglemi
yapilmalidir.

5. 4” capindaki numunelerin He sogutma esliginde islenmesi igin uygun tagiyici verilmelidir.

6. Maksimum alttas boyutu en az § mm kalinlikta olmalidir.

Elektrot Sicakhik Kontrolii

1. Elektrotlar 1sitmali ve sogutmali olmalidir.

2. Elektrikli 1sitict ile en az 200°C’ye kadar 1sitma yapilabilmelidir.

3. Proses sicakligt oda sicakhigindan 200 °Cye kadar ayarlanabilir olmalidir.

4. Sicaklik 6l¢iimi elektrot igerisinde gémiilii termocouple (1s1l ¢ift) ile yapilmalidir.

RIE Plazma Gii¢ Kaynag Konfigiirasyonu

1. Alttas elektrotuna ait RIE gii¢ kaynag: olmalidir.

2. Plazma giic kaynagi en az 600W, 13.56 MHz ve direk baglasimli otomatik uyumlama 6zelligine
sahip olmalidur.

3. Plazma kaynag: asagidaki fonksiyonlara sahip olmalidir:

3.1. Otomatik uyarlama modunda ¢aligmaya uygun olmalidir.

3.2. Onceden ayarlanmis kapasitér pozisyonlart (her bir adim igin PC’den ayarlanabilen) ile
otomatik uyarlama modunda galigabilmelidir.

3.3. Sabit kapasitér pozisyonlari ile ¢aligabilmelidir (her bir adim igin PC’den ayarlanabilen).

4. Toprak potansiyelinde altiminyum karanlik bolge siperi olmalidir.

ICP Plazma Gii¢ Kaynag Konfigiirasyonu

1. 200 mm yongalara kadar uygun olmalidir.

2. ICP kalkan (RF pencere) seramigi alumina olmalidir.

3. Eger helezon tipi ICP anteni kullaniliyora kapasitif baglanmay1 énlemek i¢in elektrostatik siper
olmalidur.

4. Otomatik uyumlamali 13.56 MHz’lik jenerator olmalidir.

5. Jenerator giici en az 1000 W olmali ve otomatik uyumlama devresi (matching network)
bulunmalidir. Sistem bu glice kadar plazmalar ¢alistirmaya uygun olmalidur.

6. Lazer interferometre baglantisi i¢in tst elektrotta 25mm flans olmalidir.

Vakum Sistemi

1. Minimum 1300 1/s kapasiteli, manyetik yatakli turbomolekiiler pompaya sahip olmalidir.

2. Mekanik arka pompa (backing pump) 25m3/saat kapasiteli yada daha iyi olmalidir.

3. Her bir islem bittikten sonra énceden belirlenmis bir stireden itibaren otomatik olarak baslamak
i¢in azot ile siiptirme islemi bekleme modunda yapilabilmelidir.

4. Turbo pompa ve vakum odasi arasinda basing ayarlanmasinda kullamlmak tizere kullanilan
pompanin ¢apinda kelebek vana bulunmalidir.

5. Proses kontrolii i¢gin 0.1 mbar Baratron (kapasitans manometre) olmalidir.

Sayfa 8 /17

=



Gaz Odasi

1. Sistem en az 12 MFC kontrolciisiinii tasiyabilecek gaz kutusuna sahip olmalidir.

2. Biitiin gaz hatlar1 paslanmaz gelikten imal edilmis, orbital kaynakla birlestirilmig, VCR tipi metal
contalar kullanilarak baglantilari yapilmig olmalidir.

3. En az 8 adet tehlikesiz sinifta proses gaz hatti ve bunlar igin MFC (SFs, Oz, Ar, CHF3, CHa, Ho,
CF4, N3 gazlarn i¢in) olmalidir.

4. Fn az 2 adet tehlikeli sinifta by-pass 6zelligine sahip gaz hatti ve bunlar igin metal yaliimh
MFC’ler olmalidir (BCls, Cla, gazlari igin).

5. Islem gazlarimin karistirildigi bolmeyi bosaltmak icin bosaltma/tahliye noktas: olmalidir ve
emniyet icin bu noktadan tahliye edilmelidir.

6. Gaz hatlan elektropndmatik izolasyon vanalari ve in-line 2 pum filtre igermelidir.

Vakum Yiikleme Odasi (Loadlock)

1. Vakum loadlock hacmi 8 litreden kiigiik olmalidir.

2. Inter-hazne valfi VAT MonoVAT olmalidir.

3. Kuru bagimsiz en az 14 m*/h pompalama hizina sahip pompa tarafindan pompalanmalidir.

4. Ornegin Loadlock’a konulmasindan itibaren geri alinmasina kadar olan biitiin transfer iglemleri
hem el ile hem de tam otomatik olarak PC kontrollii sekilde yapilabilmelidir.

Kontrol Sistemi

1. Windows isletim sistemine sahip bilgisayar kontrollti kontrol tinitesi olmalidur.

2. Sistemin kontrolii maksadiyla degisik seviyelerde (misafir, kullanic, yénetici gibi) yetkilendirme
yapilabilmelidir.

3. Otomatik kacak kontrolii ve otomatik MFC kontrol &zelligi olmalidir.

4. Giicii acik tutmak igin proses adimlari arasinda plazma bekletme (hold) fonksiyonu olmalidir.

5. Ana sistem kontrol iinitesi programlanabilir lojik kontrolcii (programmable logic controller-
PLC) olmalidir.

6. Yazilim, off-line dogrulama ve islem kosullarinin analizine izin vermek igin kullanici tarafindan
secilebilen galisma zamani parametrelerinin tam veri ve giinliikleme 6zelligini icermelidir.

7. Sistemin, saklayabilecepi regete sayisinda limit olmamalidir.

8. Sistem toleranslari, GUI araciligiyla ileri diizeyde kullanici tarafindan diizenlenebilir olmalidir.
9. Sistem bilgisayarinm ayr1 olarak konumlandirilmasi miimkiin olmahdir.

10. Sistem servis mithendislerinin uzaktan -internet iizerinden- baglanabilmesi igin uzaktan
yonetim yetenegine sahip olmahidir.

11. Sistemin acil durdurma (emergency stop buttons) digmeleri olmahdir.

Veri Kaydi (Datalogging) Sistemi

1. Herhangi bir parametrenin grafik gosterimi yapilabilmelidir.

2. Coklu adim ve grafik parametrelerinin yiiklenmesine izin vermelidir.

3. Olciilen deger, 6lgiilen deger ve ayarlanan deger, ayarlanan deger-6lgiilen deger, ayarlanan deger
bandlart ile Slgiilen deger gibi birgok parametrenin grafiksel gosterimi yapilabilmelidir.

4. Coklu regete yiiklemesine izin vermelidir.

5. Yiiklii recete adimlaryla ilgili alarmlan ve uyarilan gdstermelidir.

Belgeler Ve Sertifikalar

1. Teklif veren firmalar teklif edilen sistemle ilgili olarak Avrupa Birligi standartlarina uyum
belgeleri (ISO 9001, ISO 14001, CE marka onay1 gibi) sunmalidur.

2. Cihaz tesliminde sistemle birlikte kullanim/bakim kilavuzlari ve OEM manuelleri gibi kurulum
dokiimanlar1 da verilmelidir.
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Devreye Alma

1. Sistem tiimiiyle alisir hale getirilerek kullaniciya teslim edilmelidir.

2. Sistemin, istenilen 3 adet prosese uygun olarak devreye alma islemi yapilmaldir ve
gosterilmelidir.

3. Talep edilen tim iglemler igin baslangig noktalar1 ve trend bilgilerini igeren regeteler
hazirlanmalidir.

4. Yiklenici firma émiir boyu proses destegi saglayacak ve proses kiitiiphanesini agik tutacaktir. Bu
proseslerin regetelerini sisteme uyumlu hale getirecektir.

Egitim
1. Kurulumu yapilan sistemin son kullanici egitimi verilmelidir ve epitim, sistem fiyatina dahil
olmalidir.

Uretici Firmaya Ait Sartlar

1. Uretici firmanin 10 yil stire ile stoklarinda yedek parga meveut olmahdir.

2. Uretici firma teklif edilen sistem icin garanti siiresi boyunca on-line (telefon yada e-mail ile)
{icretsiz servis destegi saglamalidir ve bu servis igin ulagabilecegi uzman bir servis miihendisi
olmalidur.

3. Uretici firma yukarida teknik detaylar verilen ICP/RIE cihazi i¢in yurt iginde kurulu en az 3
sistemi iceren referans listesi sunmalidir.

4. Yiklenici ya da satict ya da saplayien firmadan, cihazin teknik detaylarinin tespiti ve
doprulamast igin niversitemiz gerek gérirse yurtiginde kullanan herhangi bir miigterinin cihazinda
sistemle ilgili demonstrasyon yapmasi istenebilir.

Montaj ve Garanti

1. Temiz oda disindaki tiim gaz/elektrik baglantilari yiiklenici tarafindan gergeklestirilecektir.
Yiiklenici, sistemin tiim baglantilarin1 yapmakla yiikiimlidiir. Baglantilara cihaz ile gaz kutusu (gas
pod) arasindaki baglantilar, elektrik baglantilari, tim ehiller birimlerine yapilacak baglantilar,
pompa baglantilar1 ve islem ile ilgili tim gerekli pnomatik gaz baglantilar1 dahildir.

2. Yiiklenici, sistemin isletimi igin gerekli olan tiim chiller birimlerini saglayacaktir; alic1
tarafindan baska bir sogutma suyu saglanmayacakitir.

3. Sistemin tamami ve pargalari igin en az iki yillik malzeme ve iggilik garantisi verilmelidir.

ATIK GAZ INDIRGEME (SCRUBBER) SISTEMI

1. Sistem haznesi korozyona karsi direngli 3161 paslanmaz celikten imal edilmis olmalidir.

2. Sistern haznesi Birlesmis Milletler normlarinda taginmaya, yurt i¢i, yurt dist gonderilmeye uygun
olmalidir.

3. Sistem haznesi sizdirmaz olmalidir ve DN KF 25 tipi manuel vanalar sayesinde kagak riskini en
aza indirgemelidir.

4. Sistemin bakim, altyap1 ve kurulum alani ihtiyact ¢ok diisiik seviyede olmalidur.

5, Temiz gaz egzos ve kirli gaz giris baglantilart KF 25 tip baglanti ile yapilmalidir.

6. Kabin egzoz baglantisi olmahdar.

7. Hazne igerisindeki tutucu graniillerin yapisin korumast yoluyla, dnerilen tutucu graniil degisimi
siiresi doluncaya kadar, egzoz hattinda kullanim siiresince gézlemlenen basing degisikligi ihmal
edilebilir ve calismay1 engellemeyecek seviyede olmalidir.

8. Hazne igerisindeki tutucu graniiller ICPRIE proses gazlari ile uyumlu olacak sekilde hazirlanmig
olmalidir.

9. Kabin kapis1 anahtarli ve kilitlenebilir olmalidir.

10. Kabin ici gaz baglantilarn 316L paslanmaz gelikten imal edilmis olmalidir.

11. Baglantilar metrik sisteme uygun olmahdir.
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GAZ HATLARI VE GAZ KABINLERI

1. Firmalar; Yapilacak gaz hatlarmi servis koridorundan temiz odaya kadar ( Plazma Asindirma
Sistemi'ne) baglantis1 yapilacak sekilde ve He -kagak testleri yapilarak teslimini saglayacaktir.

2. Tehlikeli gazlarda orbital kaynak yapilmasi zorunludur.

3. Cihazlarn gereksinimi olan biitiin gazlar He Kagak testiyle test edilmelidir.

4. Varsa, mevcutta bulanan gazlar Azot (N2) ve Argon(Ar) gaz hatlar1 uygun yerlerden kaynakla
ekleme ve uzatma yapilmalidir. Bunun i¢in gerekecek her tiirli manometre, baglant1 borusu vs.
firma tarafindan saglanmalidir.

5. Sistemde kullanilacak manometre & regiilatorler kullanilmamus, test edilmis olmalidir. Korozif
gazlar (Klorlu-amonyak ve hidrojen) igin bypass sistemi olmalidir.

6. Baglantis1 yapilacak gazlar H2, CH4, 02, Ar, CF4, N2, CI2, BCI3, CHF3, ve SF6 olup belirtilen
gazlar da proses gazi safligindadir. Bu gazlar tip igerisinde olmali ve firma tarafindan
saglanmalidir.

7. Tim gazlar kabin igerisinde olmalidir. Klorlu (BCls,Clz) gazlardan herhangi birinde, kullanim
sirasinda kagak olursa, 1lgili sensérler devreye girmeli ve gérsel ve sesli olarak uyar: vermelidir.

8. Diger gazlar, servis odasinda ve/veya servis koridorunda kabin igerisinde giivenli bir sekilde
baglanmalidir.

9. Cihazlardan ¢ikacak tehlikeli gazlar pompadan direk (scrubber) aritma sistemine
gonderilmelidir. Bu sayede hem ¢evre korunmali hem de ¢alisanlarin olumsuz etkilerden arinmasi
saglanmalidir. Serubberin biitiin baglantilar: teklif veren firma tarafindan yapilmalidir.

10. Teklif edilecek scrubber sistemi Plazma Agsindirma Sistemi'nden ¢ikacak gazlari
temizlemelidir. Scrubber sistemi en az 25 litre kapasiteli kanistere sahip olmalidir.

11. Biitlin baglantilari (Azot & Hava su gibi ihtiya¢ duyulan baglantilar) firma tarafindan
yapilmalidir.

12. Gaz Atik Indirgeme Sistemi'nden temizlenip gikacak gazlar kullanicinin gosterecedi bir
havalandirma kanalina baglanacaktir.

13. Tehlikeli gazlarda kullanilacak borular; Ultron kalitesinde, elektropolish ve Ra < 0,25 pm
olmaldir. Orbital kaynakli olmalidir. - Tehlikesiz gazlarda ise kullamilacak borular Politron
kalitesinde elektropolish ve TCC.1 -Internal surface finish degeri- Ra < 0,8 pm olmali.

ALARM SENSORLERI

1. Alarm sisteminde salimimi tehlikeli olarak degerlendirilen klor bazl gazlar (BCly, Cly) i¢in
sensorler kullamlmalidir.

2. Tehlikesiz gazlar i¢in ortam O2 oranini 6lgen, géstergeli yapida bir adet sensér kullanilmalidir.
3. BCls gazi igin elektrokimyasal sabit tip gaz alarm sensérii kullanilmalidir,

4. BCl; Sensorii 0-10 ppm araliginda algilama yapabilmelidir.

5. BCl3 Senstr vericisi (transmitter) , 24 Vde ile ¢ahsabilen, su, toz ve korozyona dayammli
olmalidir.

6. BCls sensorii ve vericisi ATEX, IECEx,UL,CSA,CE onayli olmalidir.

7. Clz gaz1 i¢in elektrokimyasal sabit tip gaz alarm sensorii kullanilmalidir.

8. Clz Sensorii 0-25 ppm araliginda algilama yapabilmelidir.

9. Cla Sensor vericisi (transmitter), 24 Vdc ile ¢aligabilen, su, toz ve korozyona dayammbh
olmalidir.

10. Cly sensorii ve vericisi ATEX, IECEx,UL,CSA,CE onayli olmalidir.

11. Kontrol paneli yukarida belirtilen gazlar: kontrol edebilecek 6zellikte olmalidir.

GUVENLIK TESTLERI

1. Firmalar Tehlikeli gaz hatlarinda helyum kagak testi & Vakum testi ve basing testi yapacaklardir.

“RY
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2. Alarm sistemi test edilmeli ve gorsel isitsel testler Universite personeline egitim verilerek
anlatilmalidir.

3. Herhangi bir olumsuzluk & Alarm durumunda "Acil yapilacaklar " egitimi de verilmelidir.

4. Tehlikesiz gazlar igin ortam Oz oranin 8lgen, gostergeli yapida bir adet sensor kullaniimalidur.

5. Teklif veren firma veya iiretici Tiirkiye'de yaptif1 en az 3 adet referansi bildirmelidir.

4. KUBIK DESIKATOR TEKNIiK SARTNAMESI

1. Desikatér amber renkli, dayanikli, polikarbonattan imal edilmis olmalidir.

2. Cihazin gévdesi dayanikli polikarbonat, tepsisi polipropilen ve vakum contas: silikon kauguk
olmalidir.

3. Desikator iizerinde vakumu anlik olarak izlemeye yarayan analog gosterge olmalidir.

4. Cihazin ic olgiileri yaklagik olarak 355x375x345mm; dis Slgtileri yaklasik olarak 420x397x381
mm olmalidir.

5. Cihazda saglanabilen maksimum basing degeri (1 Torr) minimum 72 saat boyunca muhafaza
edilebilir 6zellikte olmalidar.

6. Cihazin 6l¢iim araligy 0 ile 0.1 MPa degerleri arasinda olmalidar.

7. Desikator kapisi sizdirmaz dayanikl: silikon conta ile izole edilmis olmalidir.

8. 3’lii musluk sayesinde gaz degisimi, siirekli ve sabit vakumlama ozellikleri saglanmali ve tlip
atagmanlarimin giivenligi i¢in kancali mekanizma bulunmalidur.

9. Desikator kapis1 ¢ok noktal kilitleme mekanizmasina sahip olmalidir.

10. Desikator icinde en az 3 raf standart olarak bulunmalidir. Her bir raf igin maksimum kapasite 5
kg olmalidir.

11. Istenildigi taktirde cihaza maksimum 5 adet raf takilabilmelidir.

12. Desikator tizerinde baska uygulamalar i¢in kullanilmak tizere ek bir portu olmalidir.

13. Desikatér hacmi en az 35 litre olmaldur.

14. Cihazin net agirh@ 11 kg’dan az olmalidir.

15. Desikator iist iiste istifli olarak kullanilmaya uygun olarak tiretilmis olmalidir.

16. Yiiksek kaliteli, asinmaz ve temizligi kolay polikarbonattan imal edilmis olmalidir.

17. Desikator iginde silika jel konulacak ek tepsisi ile birlikte verilmelidir.

18. Teklif edilen cihazin iiretici firmasimin ISO 9001 sertifikas1 verilmelidir.

19. Ithalatc: firmalar i¢in TSE Teknik Servis Yeterlilik Belgesi verilmelidir.

20. Cihaz 2 yil siire ile fabrikasyon ve montaj hatalarina kars:1 garantili olmalidir.

21. Ithalatci firmalar igin, ilgili firma cihazin treticisi veya yetkili saticis1 oldugunu belgelemelidir.

N

. LAZERLI MALZEME ISLEME SISTEMI TEKNIK SARTNAMESI

. Merkez dalga boyu 1025 nm ile 1035 nm araliginda olmalidir.

. 1,5 uJ atim enerjisine ulagabilmeli ve bu enerjide atim stiresi 300 femtosaniyeden kisa olmalidir.
. Atim tekrar siklig1 tek atimdan 100 kHz ile 400 kHz arasinda ayarlanabilir olmalidir.

. Lazer ¢ikis demeti polarizasyonu lineer olmali ve PER (polarization extinction ratio) en az 20 dB
Imalidir.

. Ortalama gii¢ en az 600 mW olmalidir.

. Cikis giicii genlik olarak %1-100 araliginda ayarlanabilir olmalidir.

. Lazer atim enerjisi 100 kHz i¢in en az 1,5 pJ olmalidir.

. M?en ¢ok 1,2 olmahdir.

. Lazer modiilii ¢ikisinda 1s1n ¢ap1 3 mm ile 7,5 mm arasinda ayarlanabilir olmalidir.

10. Sistemde elektronik kontrol iinitesi ve lazer modiilii hava sogutma ile sogutulabilir olmalidir.
11. Fiber lazer olmasi tercih sebebidir.

o Ge -] SN O Wb
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12. Istenildiginde ticreti karsiiginda 2. harmonik tiretimi icin modiil eklenebilecek tasarimda
olmalidir ve bu modiiller istenildiginde ayni firma tarafindan lazer modiiliiniin i¢inde bir degisiklik
yapmaya gerek kalmadan bir ek olarak sisteme entegre edilebilmelidir.

13. Lazer parametrelerinde degigiklik gerektiginde tasarimda da degisiklik gerekiyorsa, yeni lazer
alimina ihtiya¢ duymadan yiikseltme segeneginin olmasi ve bu degisiklige miisait sekilde firetilmis
olmast tercih sebebidir.

14. Lazerin kontrolii bilgisayar kullanic1 arayiiziinden yapilabilmelidir.,

15. Kullanicr araytizii Tiirkge secenegi olmasi tercih sebebidir.

16. Aciligta 1sinma (warm-up time) gereksinimi olmamali, acilma siiresi 45 saniyeyi asmamalidir.
17. Universite personeli en az iki kisiye (doktora/master 6grencisi ya da dgretim iyesi) lazer
ureticisi tarafindan kullanim ve karakterizasyon egitimi iiniversitede verilmelidir.

18. Lazerin isleme platformlan ile birlestirilebilecegi sekilde osilatsr atim frekanst ile senkronize
olan BNC ya da SMA konektorlii senkronizasyon ¢ikislarina sahip olmalidir

19. Lazerin ana kismi her ii¢ boyut igin de 70x90x25 cm'den (en-boy-ytikseklik) daha biiyiik
olmamalidir. Elektronik kontrol/gii¢ iinitesi kismi da 50x50x20 cm'den biiyiik olmamalidir.

20. Giig gereksinimi 400 W’tan kiiciik olmalidur.

21. Iki eksende (X-Y) en az 100 mm x 100 mm tarama alanma sahip bir hareketli tablaya sahip
olmalidir.

22. Tarama sisteminde odaklayici objektif lens, lazerin tam glicte calistigt durumda optik zarar
gormeyecek sekilde olmali ve objektif lens sonras1 odak capi 2 um’den kiigiik olmalidir.

23. Motorize iki eksenli tablanin hareket etme ¢oziintirliigii 1 um’den kiiglik olmalidur.

24. Yatay eksende 30 kg, dikey eksende 4 kg yiik kaldirabilme ve belirlenen parametrelere uygun
hareket ettirebilme kapasitesine sahip olmalidur.

25. Motorize tablanin kendi agirlip1 5 kg’dan fazla olmamalidir.

26. 1ki pozisyon arasindaki gecis hizi en az § mm/s olmalidir.

27. Tarama sistemi USB arayiizii ile bilgisayara baglanabilmelidir.

28. Lazer demetinin gelisi yoniinde, yani z-ekseninde, hareket saglayarak odagi bulmada
kullanilacak manual bir hareketli objektif tutucu ya da érnek pozisyonlayici sistemde bulunmalidir.
29. Lazerin ¢ikigindan tarama sistemlerine lazer demetinin gonderilmesi igin kurulacak her tiirlii
optik sistem (teleskop, periskop, aynalar, lensler, vb.) lazer saglayici firma tarafindan saglanmalidir
ve lazerin kurulumu ile birlikte tarama sisteminin entegrasyonu da yapilmalidir.

30. Lazer demetinin tarayici sistemlere ulasmasinda insan hayat: i¢in tehlike olusturulabilecek
herhangi bir duruma kars: giivenlik onlemlerinin alinmasindan (koruyucu gozliik, cam, filtre, kutu,
perde, vb.) lazer saglayici firma sorumludur.

31. Lazer modilii ve malzeme isleme platformuna ait bilgisayar arayiizleri sistem ile birlikte
sunulan bir PC’ye kurulmalidir.

32. Garanti siiresinde lazer saglayict firma 6 ayda bir olmak tizere lazer sistemini kontrol ve kalibre
etmelidir,

33. Yedek para gerektirmeyen arizalar 1 hafta icerisinde tiretici firma teknik servisi tarafindan
coziilmelidir.

34. Yedek parga beklenmesi durumunda arizalar 45 gln icerisinde tretici firma teknik servisi
tarafindan ¢oziilmelidir.

35. Cihazin imalat ve montaj hatalarina kars: 2 yillik fabrika servis garantisi bulunmalidir.

36. Sistem tiim pargalar: ile birlikte yerinde kurulmali ve calisir vaziyette teslim edilmelidir,

6. TARAMALI ELEKTRON MiKROSKOBUNA ENTEGRE ELEKTRON DEMET]
LITOGRAFI SISTEMI TEKNIK SARTNAMES]

1. Sistem Zeiss EVO LS10 taramali elektron mikroskobu (SEM) cihazina entegre edilebilmelidir.
2. Sistemin, SEM cihazina entegrasyonu sirasinda SEM’de olusabilecek kusurlardan satici firma

sorumludur.
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3. Sistem, bilgisayar destekli tasarim programinda olusturulmus desenleri elektron demetleriyle
yazabilecek donanim ve yazilimlan icermelidir.
4. Sistemi taramali elektron mikroskobundan, elektron demet; litografisi moduna gegis icin gerekli
donanim ve yazilimlar1 icermelidir.
5. Sistem, 0,1 pikoamper veyea daha 1yi ¢oziiniirliikle elektrona akimini Gleebilecek donanim ve
yazilima sahip olmalidir.
6. Sistem, SEM ile gerekli iletisimi kurabilecek baglanti, adaptsr ve USB anahtan gibi bilesenleri
icermelidir.
7. Sistem ile birlikte en az asagidaki 6zelliklere sahip bir bilgisayar temin edilmelidir.

e 4 cekirdekli CPU

e 8GB RAM

* Girs seviyesi kalvey, USB

* AMD Radeon Pro WX 2100 grafik kart: veya muadili

e 500 GB Hard Disk

e Fare, USB

e 22" LCD Ekran

e FEktra sogutucu

64 bit Windows® 10 profesyonel

e CDRW (or DVD R/W)
8. Sistem 2 yil boyunca donanimsal ve yazilimsal garanti icermelidir.

7. UC BOYUTLU YUZEY TARAYICILI MEKANIK PROFILOMETRE TEKNIiK
SARTNAMESI

Genel Ozellikler:

1- Profilometre mekanik tabanli olmali ve ylzey profilini yiizeye temasl tarama metodu jle
gergeklestirmelidir. Bu  sayede yluzeydeki piiriizliligi  angstrom seviyesinde hassasiyetle
lgebilmelidir.

2- Cihaz LVDT (Lineer Variable Differential Transformer) temelli algilama ozelligine sahip
olmalidir. Bu sayede dedektor hig bir stirtiinme kuvvetine maruz kalmadan ¢alisabilmeli ve limitsiz
bir mekanik 6mre sahip olmalidir.

3- Cihaz maksimum stabilite ve daha kolay kullanim i¢in kemer yapist seklinde tekli bir bloktan
olugmalidir (single arch design).

4- Cihaz ile tim ylizey profili parametreleri ve stres 6lotim parametreleri §lgiilebilmelidir, Sonuglar
2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak alinabilmelidir.

S- Cihazin Z eksende basamak yiiksekligi olelim tekrarlanabilirligi 0,5 nm den daha iyl olmalidir.
6- Cihazin dikey eksende ¢Oziintirliigli 1°A’den daha iyi olmalidir.

7- Cihazin elektronik kontrolciisii 64 bit yazilima sahip olmali, bu sayede cihaz daha fazla datayi
daha hizli isleme ve goriintiileme imkanina sahip olmalidir.

8- Cihaz tek bir taramada 120.000 noktadan data alabilmelidir.

9- Cihaz motorize tabla ve 64 bit yazilimi sayesinde stitching (uc uca birlestirme), 3D haritalama ve
2 boyutta stres 6lgtimii gibi islemleri ¢ok hizl bir sekilde yapabilmelidir.

10- Kullanicimin tek bir tusla seri olarak analiz yapabilmesi igin sistemin otomasyon 6zelliine
sahip olmasi gerekmektedir.

I1- Cihazin gériintileme sistemi entegre renkli CCD kamera ile yapilmali kamera en az 640x480
pixel ¢oziintirlige sahip olmalidir. Kamera, tarayici ucu yan taraftan gorintiilemelidir, bu sayede
Olgtim sirasinda numune ve ug e zamanh olarak gdriintilenerek, analizi yapilan nokta takip

edilebilir olmalidir.
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12- Cihaz, 0,03 mg’dan 15mg’a kadar kuvvetler ile 1 nm’den 1mm’ye kadar olan basamak
yliksekliklerinde galigma kabiliyetine sahip tek bir kafadan olusmalidir.

13- Sistem XYZ’de full motorizasyona sahip olmalidir. XY ¢alisma araligi 150mm x 150mm’i
kapsayabilmeli, 200mm wafer’a kadar kabul etmelidir. Tim wafer egriliginin (curvature)
kaydedilmesi yoluyla stress dlglimlerini kapsayabilmesi i¢in, tarama mesafesi >150mm olmalidir.
14- Sistem 0.03mg dan 15mg’a diisik kuvvet &lglim yetenegine yiikseltilebilir yapiya sahip
olmalidir. Bu diigiik gii¢ se¢enegi, hassas malzemeler i¢in standart kuvvet aralifini 1 mg’n altina
kadar genisletebilir. Performans dielektrik olmayan malzemeler lizerinde garanti edilmelidir.

Ornek Tablas: :

15- Cihazin 6rnek tablasi, 200mm ( 8°") wafer incelemeye uygun olmalidir.

16- Sistemin Ornek tablasi motorize ve programlanabilir olmalidir bu sayede tabla bilgisayar
kontrollti olarak X-Y ekseni boyunca hareket ettirilebilmelidir.

17- Tabla kendi ekseni etrafinda 360 derece dénme hareketini, motorize olarak yapabilmelidir.

18- Cihazin 6rnek tablasi lizerine S0mm kalinligina kadar olan 6rnekler koyulabilmelidir.

19- Cihaz dikey eksende 1mm piiriizliiliige kadar tarama araligina sahip olmalidir.

Tarayic1 Ucun Ozellikleri:

20- Cihaz, 50nm den 25um ¢apa kadar genis bir araliktaki tarayici u¢larin takilmasina uygun olarak
tasarlanmis olmalidir

21- Profilometre ile birlikte bir adet 12,5 um tarayici u¢ verilmelidir.

22- Tarayic1 ug l1dk’dan kisa bir stirede hizli ve giivenli bir sekilde degistirilebilmelidir. Ucun
degistirilmesi dikey kalibrasyon gerektirmez. Sensér tasarimi yeterince saglam olmali ve degistirme
sirasinda sarsma / kayma / tork’u gbze almamalidir.

23- Tarayici ucun tekrarlanabilir konumlandirilmasini ve degisimin giivenli bir sekilde yapilmasin
saglamak i¢in; tarayici ug, manyetik ball i¢inden kinetik montaj yoluyla sensére baglanmalidir.

24- Istege bagli olarak sub-um tarayici uglar ve yiiksek en-boy orani tarayici uglar (high aspect
ratio stylus) tercih edilebilmelidir. 100nm yarigapin altinda tarayici uglar da saglanabilmelidir.

Bigisayar ve Yazilim Ozellikleri:

25- Cihaz ile birlikte Dell OptiPlex, Windows® 7, 3.2GHz islemcili, 4GB RAM, 500GB sabit
stirlicliye sahip, Calisma ve Analiz Yaziliml bilgisayar ve LCD diiz ekran monitér verilmelidir.

26- Yazilim 64 bit olmali, Windows 7 veya 10 lizerinde ¢alismalidir. Yazilim, daha sonra istenen
rétuglarin (son-iglemlerin) yapilabilmesi igin lisanssiz olmali ve gevrimdisi istenen bilgisayara
kurulabilmelidir.

Kalibrasyon ve Cevresel Ozellikler:

27- Cihaz ile birlikte NIST sertifikali yiiksek hassasiyette ve ¢ok iyi termal stabiliteye sahip Cam
lizerine silikon kapli; basamak yiiksekligi kalibrasyonu icin 0,8um standart 6rnek verilmelidir.

28- Sistem mekanik titresimden, entegre olarak yalitim saglamahdir. Dig yalitimlar veya yan sanayi
ekipmanlar kabul edilmeyecektir.

29- Cihaz ile birllikte, cihazin lizerine yerlestirilecegi titresim yalitim masasi (Vibration isolation
table ) verilmelidir. Titresim yalitim masasi en az 30 in¢g X 30 ing X 30 ing (en,boy,yiikseklik)
dl¢lilerinde olmali ve titresim izolasyonu i¢in havali pistonlan olmalidir. Titresim yalitim masasimin
5 Hz'de izolasyon verimliligi: Dikey:% 70 - 85, Yatay:% 75 - 90 ve 10 Hz'de izolasyon verimliligi:
Dikey:% 90 - 97, Yatay:% 90 - 97 degerlerinde olmalidir. Titresim yaliim masasinin tist tablasi
paslanmaz ¢elik olmalidir.

Garanti ve servis sartlarn:
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30- Cihaz fabrika tiretim hatalarina karsi en az 2 yil garantili olmalidir.

. VAKUM POMPASI TEKNIK SARTNAMESI

. Akis Hizi en az 25 L/min olmalidir.

. Maksimum Vakum Basinci 0,085 MPa olmalidir.

. Giicii 60W olmalidur.

. Cihaz pompa yagina ihtiyag duymamalidir.

. Cok yonlti ve giiglii olmaly, farkli vakum aplikasyonlarinda kullanilabilmelidir.
. Doga dostu olmalidir.

. Cihaz 220 V/50 Hz’de ¢alismaya uygun olmalidir.

. Cihazin agirhig: 6.5 kilogrami asmamalidir.

00 ~1 SN U & W - 00

]

. HIDROFON SISTEMI TEKNIK SARTNAMESI
. Sistem en az agagidaki dzelliklere sahip 0,2 mm ¢apli igne tipi hidrofona sahip olmalidur.
Minimum kalibrasyon frekans1 100kH
Cikis empedansi: 13pF +/- 2pF
Tipik Prob Hassasiyeti: 55nV / Pa (-265.2dB re 1V / uPa'va esdeger), dogru sekilde
sonlandirilmig bir Dalgi¢ Preamplifikatériin ¢ikisinda olgiildiginde 2-12MHz aralifinda
ortalama
Hassasiyet Tolerans:: Bireysel problar arasindaki hassasiyet degisimi yaklasik +/- 3dB'dir
Tipik Frekans Tepkisi: Diiz (+/- 2dB): 5 ila 25MHz
Diiz (+/- 4dB): 1 ila 35MHz
Minimum kalibrasyon frekans: 100kHz
Sensor Malzemesi: 9 mikron kalinliginda altin elektrotlu Poliviniliden floriir (PVdF) filmi
Sensér Boyutu: 0.2mm ¢apl disk
2. Sistem en az asagidaki ¢zelliklere sahip 1 mm capli igne tipi hidrofona sahip olmalidir.
Cikis empedans: 27pF +/- 4pF
Tipik Prob Hassasiyeti: 850nV / Pa (-241.4dB re 1V / uPa'ya esdeger), dogru sekilde
sonlandirilmig bir HP1 Dalgic Preamplifikatoriin  ¢ikisinda 6lgiildiginde 2-12MHz
araliginda ortalamasi alindi
Hassasiyet Toleransi: Bireysel problar arasindaki duyarlilik degisimi yakl. +/- 3dB
Tipik Frekans Tepkisi: Diiz (+/- 2dB): 3 ila 12MHz
Diiz (+/- 4dB): 200kHz ila 15MHz
Minimum kalibrasyon frekansi S0kHz
Sensor Malzemesi: 28 mikron kalinliginda altin elektrotlu Poliviniliden flortir (PVdF)
filmi
Sensér Boyutu 1,0 mm capli disk
3. Sistem en az asagidaki dzelliklere sahip zayiflatict igermelidir.
Zayiflama Faktori: 20dB +/- 3dB
(hassas zayiflama faktori, Degistirilebilir Prob / Dalgig On Amplifikatér kombinasyonuna
baglidir)
Bant genisligi: 10kHz - 100MHz +/- 0.5dB
4. Sistem en az agagidaki dzelliklere sahip Entegre Giig¢ Kaynakli DC baglayici igermelidir.
DC Baglayici 110 veya 230V ile kullanilabilmelidir.
RF Giris Empedansi: 50 Ohm
RF Cikis Empedansi: 50 Ohm
Giris Giigc Kaynagi Gereksinimleri: 110 veya 230V  sebeke beslemesi. DCPS, o6n
amplifikatorii caligtirmak icin 28V c¢ikisa sahiptir. DCPSU, hedef tlkeye uygun bir sebeke
kablosuyla birlikte verilir
Sonlandirmalarinda: Giris - SMC Jak
Cikist - BNC Jaki
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5. Sistem en az asagidaki 6zelliklere sahip Entegre Giig Kaynakli DC baglayici icermelidir.
L sekilli hidrofon montaji i¢in kullamihir. Hem Igne Hidrofonlar hem de Fiber Optik
Hidrofonlar ile kullamilabilir.
iki ugta da hidrofon tutturmak veya montaj yapmak icin gerekli yuvalar ve tespit aparatlari
bulunmalidir.
Seffaf malzemeden yapilmistir.
6. Sistem en az asagidaki ¢zelliklere sahip hidrofon 6n kuvvetlendirici icermelidir.
Cikis empedanst: 50 Ohm
Gerilim Kazanct: 3,5MHz'de nominal 8dB Genislik: 10kHz - 50MHz (-3dB) 5kHz -
100MHz (-6dB)
Maksimum Cikis Seviyesi: 650mV pk - 50Q yiike pk
Girig Empedanst: 8pF ile paralel IMQ
Cikis Gtirtilti: Tipik olarak 60uV rms (100MHz bant genisligi) VSWR: 0.3-130MHz
araliginda 1-1.4
Sonlandirmalarinda: Giris - MCX Cikisi - SMC
Gug Gereksinimleri: DCPS'den 24v
Calisma Aralig:: Sicaklik 0 ila 50 ° C
Kablo: En az 2 m uzunlugunda kablo
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